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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板表面上に所望の電極パターンと反転関係のパターン形状の樹脂パターンを形成する樹
脂パターニング工程と、前記樹脂パターンを形成した側の基板上の全面に電極を成膜する
電極成膜工程と、樹脂を収縮させることにより前記樹脂パターン上の電極と前記樹脂パタ
ーン上にない電極とを分離、絶縁化して前記所望の電極パターンを形成する電極パターニ
ング工程とを有することを特徴とする電極パターンの形成方法。
【請求項２】
少なくとも透明基板上にアノード電極である透明電極、有機ＥＬ膜及びカソード電極を順
次積層した発光素子部を備えた有機ＥＬディスプレイパネルの前記カソード電極の電極パ
ターンの形成方法において、前記透明基板上に前記透明電極を成膜する透明電極成膜工程
と、前記透明電極上に所望のカソード電極の電極パターンと反転関係のパターン形状の樹
脂パターンを形成する樹脂パターニング工程と、前記樹脂パターンを形成した側の基板上
の全面に有機ＥＬ膜を成膜する有機ＥＬ膜成膜工程と、前記有機ＥＬ膜上の全面にカソー
ド電極を成膜するカソード電極成膜工程と、樹脂を収縮させることにより前記樹脂パター
ン上のカソード電極と前記樹脂パターン上にないカソード電極とを分離、絶縁化して前記
所望のカソード電極の電極パターンを形成するカソード電極パターニング工程とを有する
ことを特徴とする電極パターンの形成方法。
【請求項３】
少なくとも透明基板上にアノード電極である透明電極、有機ＥＬ膜及びカソード電極を順
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次積層した発光素子部を備えた有機ＥＬディスプレイパネルの前記カソード電極の電極パ
ターンの形成方法において、前記透明基板上に前記透明電極を成膜する透明電極成膜工程
と、前記透明電極上の全面に有機ＥＬ膜を成膜する有機ＥＬ膜成膜工程と、前記有機ＥＬ
膜上に所望のカソード電極の電極パターンと反転関係のパターン形状の樹脂パターンを形
成する樹脂パターニング工程と、前記樹脂パターンを形成した側の基板上の全面にカソー
ド電極を成膜するカソード電極成膜工程と、樹脂を収縮させることにより前記樹脂パター
ン上のカソード電極と前記有機ＥＬ膜上のカソード電極とを分離、絶縁化して前記所望の
カソード電極の電極パターンを形成するカソード電極パターニング工程とを有することを
特徴とする電極パターンの形成方法。
【請求項４】
前記電極パターニング工程又は前記カソード電極パターニング工程において、前記樹脂を
熱又は紫外線により収縮させることを特徴とする請求項１、２又は３記載の電極パターン
の形成方法。
【請求項５】
前記樹脂パターニング工程において、前記樹脂パターンは前記樹脂を印刷又は塗布するこ
とによって形成したものであることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の電極パタ
ーンの形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、回路基板の製造プロセスの一工程である電極パターニング方法に関する。さら
に低分子、高分子及びハイブリットタイプの有機ＥＬディスプレイにおいて、カソード電
極の電極パターンの形成方法及びその電極パターンを備えた有機ＥＬディスプレイに及ぶ
。
【０００２】
【従来の技術】
電界発光素子として、有機ＥＬ（ＥＬ；エレクトロルミネッセンス）層をアノード電極と
カソード電極とで挟んだ構成の有機ＥＬ素子が知られている。有機ＥＬ素子の電極構造と
しては、大きく分類してセグメントによるキャラクタ表示を行なう電極構造とマトリクス
によるドット表示を行なう電極構造とがある。例えばキャラクタ表示を行なう電極構造を
採用した電界発光素子としては、透明基板の上にキャラクタ形状部及び外部との接続配線
にパターニングされたアノード電極が形成され、透明基板及びアノード電極の上に有機Ｅ
Ｌ層が形成され、この有機ＥＬ層の上にアノード電極の接続配線との重なりを避けるよう
にカソード電極が形成されている。
【０００３】
従来はカソード電極の電極パターン形成方法として、所望の電極形状が開口されたメタル
マスクを用いて電極材料を蒸着することにより形成されている。しかし、キャラクタ表示
を行なう有機ＥＬ素子の電極構造を例にしてみれば、キャラクタ形状部が複雑になると接
続配線等が複雑化して意図しない表示が生じてしまうという問題と、発光領域の微細化は
カソード電極のメタルマスクの微細化に依存し、メタルマスクの加工限度以上の微細化は
不可能となるという問題が生じていた。これらの問題解決のため第１のメタルマスクと第
２のメタルマスクを用いて発光素子を製造する発明（例えば特許文献１参照。）が開示さ
れている。
【０００４】
このようにメタルマスクを用いて電極を塗り分けて電極パターンを作製する方法では、１
０～５０μｍ程度の間隔で塗り分ける必要があり、メタルマスクの微細加工に高度な技術
が必要となる。また、成膜時の熱でメタルマスクが変形して電極パターンに歪みが生じる
という問題があった。
【０００５】
一方、メタルマスクを使用する電極パターンの作製方法の他、カソード電極膜の成膜前に
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予め逆テーパ状の隔壁をパターニングしておくことにより、カソード成膜時に自動的に不
要部分の電極材を分離する方法（例えば特許文献２参照。）が提案されている。すなわち
この方法では、基板上に隔壁を形成しこれにより電極をパターニング形成している。図１
２を参照すると、基板１０２の一面上には、まずＩＴＯ等からなる第１電極１０３が複数
形成される。この第１電極１０３は各々が略帯状に形成され、所定間隔をおいて互いに平
行に伸長するように配列される。第１電極１０３の上には、第１電極と直交する方向に伸
長する複数の隔壁１０５が基板上から突出するように形成される。また、複数の隔壁１０
５は第１電極１０３の一部を覆うとともに一部を露出せしめるように所定間隔をおいて互
いに平行な状態で配列される。隔壁１０５は、基板１０２と接する側（根元側）の幅が狭
く、基板から離れる側ほど幅が広くなるような断面形状、図１０のような逆テーパ形状と
なっている。その後、有機材料等からなる多層または単層の発光層１０６が蒸着により形
成される。この際、発光層の材料は隔壁１０５により分断されるため、発光層１０６は、
基板上において隔壁１０５の間隙領域に形成される。これにより発光層１０６は第１電極
１０３の露出部分に積層される。その後、Ａｌ等の金属材料からなる第２電極１０７が蒸
着により形成される。第２電極１０７の金属材料は発光層１０６と同様に隔壁１０５によ
って分断されてパターニング形成されるため、隔壁１０５の間隙領域にある発光層１０６
の上に積層される。これにより第２電極は、各々が隔壁１０５と平行に伸長する帯状の形
状として複数形成される。このとき、隔壁１０５が上述した断面形状であることにより、
隣り合う第２電極がショートすることが防止される。すなわち、蒸着する際の金属材料の
放射方向は、基板に対して一様に垂直方向とはならないため、仮に隔壁１０５の側面が基
板に対して垂直な面であると、金属材料が付着し隣り合う第２電極の分断が不完全となる
が、上述したように、隔壁１０５の断面形状を基板１０２と接する側が幅が狭く基板から
離れる側ほど幅が広くなるような形状としたことにより、隔壁１０５の側面に金属材料が
付着することが防止され、隣り合う第２電極は確実に分断される。
【０００６】
しかし、特許文献２に開示される逆テーパ状の隔壁は、上述の如く、作製工程が複雑で、
同文献に記載されているようにフォトリソグラフィの工程が複雑になってしまう。
【０００７】
【特許文献１】
特開平１１－２９７４７２号公報
【特許文献２】
特開平８－３１５９８１号号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明者らは従来の電極パターンの形成方法の諸問題を解決するため、これらの電極パタ
ーン形成方法とは異なる方法を鋭意開発検討した結果、アノード電極とカソード電極との
間に所望形状の樹脂パターンを挟装し、この樹脂を収縮させることで樹脂上にある電極と
樹脂上にない電極とを分離、絶縁化させ、結果としてカソード電極を所望のパターン形状
に形成できることを見出し、本発明を完成させた。すなわち本発明の目的は、有機ＥＬ素
子、半導体素子等の基板回路上に形成する素子について、高精度なメタルマスクの使用や
複雑なフォトリソグラフィを行なうことなく、樹脂の収縮に基づく電極パターニングによ
り細線状のメタルマスクを使用する場合よりも安定にしかも簡易に電極パターンの分離を
行なうことができる電極パターン形成方法を提供することである。
【０００９】
さらに有機ＥＬ膜は熱、湿気等の外的要因で非常にデリケートに劣化するため、有機ＥＬ
膜を劣化させずに素子を形成させることが要求される。本発明の目的は、有機ＥＬ膜の劣
化を防止しつつ、有機ＥＬディスプレイパネルのカソード電極の電極パターンを安定、且
つ簡易に形成する方法を提供する。なお、樹脂パターンを挟装する位置により二種類の形
成方法を提案する。
【００１０】
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本発明の電極パターン形成方法において、樹脂の収縮手段として素子を劣化させずに非接
触でしかも簡便な方法を提案する。さらにメタルマスクの場合のようにメタルマスクの使
用を重ねるにつれて電極パターンの精度が低下するようなことがなく、製造バッチ毎のバ
ラツキもなく、簡便に樹脂パターンを形成する方法を提案する。
【００１１】
さらに本発明の目的は、樹脂パターンを形成した部分のみにおいてカソード電極としての
機能を消失させた、微細で安定性の高い有機ＥＬディスプレイパネルを提供することであ
る。なお、樹脂パターンを挟装する位置により有機ＥＬディスプレイパネルの２つの形態
を提案する。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る電極パターンの形成方法は、基板表面上に所望の電極パターンと反転関係の
パターン形状の樹脂パターンを形成する樹脂パターニング工程と、前記樹脂パターンを形
成した側の基板上の全面に電極を成膜する電極成膜工程と、樹脂を収縮させることにより
前記樹脂パターン上の電極と前記樹脂パターン上にない電極とを分離、絶縁化して前記所
望の電極パターンを形成する電極パターニング工程とを有することを特徴とする。
【００１３】
また本発明に係る電極パターンの形成方法は、少なくとも透明基板上にアノード電極であ
る透明電極、有機ＥＬ膜及びカソード電極を順次積層した発光素子部を備えた有機ＥＬデ
ィスプレイパネルの前記カソード電極の電極パターンの形成方法において、前記透明基板
上に前記透明電極を成膜する透明電極成膜工程と、前記透明電極上に所望のカソード電極
の電極パターンと反転関係のパターン形状の樹脂パターンを形成する樹脂パターニング工
程と、前記樹脂パターンを形成した側の基板上の全面に有機ＥＬ膜を成膜する有機ＥＬ膜
成膜工程と、前記有機ＥＬ膜上の全面にカソード電極を成膜するカソード電極成膜工程と
、樹脂を収縮させることにより前記樹脂パターン上のカソード電極と前記樹脂パターン上
にないカソード電極とを分離、絶縁化して前記所望のカソード電極の電極パターンを形成
するカソード電極パターニング工程とを有することを特徴とする。
【００１４】
さらに本発明に係る電極パターンの形成方法は、少なくとも透明基板上にアノード電極で
ある透明電極、有機ＥＬ膜及びカソード電極を順次積層した発光素子部を備えた有機ＥＬ
ディスプレイパネルの前記カソード電極の電極パターンの形成方法において、前記透明基
板上に前記透明電極を成膜する透明電極成膜工程と、前記透明電極上の全面に有機ＥＬ膜
を成膜する有機ＥＬ膜成膜工程と、前記有機ＥＬ膜上に所望のカソード電極の電極パター
ンと反転関係のパターン形状の樹脂パターンを形成する樹脂パターニング工程と、前記樹
脂パターンを形成した側の基板上の全面にカソード電極を成膜するカソード電極成膜工程
と、樹脂を収縮させることにより前記樹脂パターン上のカソード電極と前記有機ＥＬ膜上
のカソード電極とを分離、絶縁化して前記所望のカソード電極の電極パターンを形成する
カソード電極パターニング工程とを有することを特徴とする。
【００１５】
本発明に係る電極パターンの形成方法では、前記電極パターニング工程又は前記カソード
電極パターニング工程において、前記樹脂を熱又は紫外線により収縮させることが好まし
い。
【００１６】
また本発明に係る電極パターンの形成方法では、前記樹脂パターニング工程において、前
記樹脂パターンは前記樹脂を印刷又は塗布することによって形成したものであることが好
ましい。
【００１７】
本発明に係る有機ＥＬディスプレイパネルは、透明基板上にアノード電極である透明電極
、有機ＥＬ膜及びカソード電極を順次積層した発光素子部と、前記透明基板上に透明電極
、所望のカソード電極の電極パターンと反転関係のパターン形状の樹脂パターン層、有機
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ＥＬ膜及びカソード電極を順次積層した非発光素子部とを備えた有機ＥＬディスプレイパ
ネルであって、前記カソード電極の電極パターンは、樹脂の収縮に伴って前記樹脂パター
ン上のカソード電極と前記樹脂パターン上にないカソード電極とを分離、絶縁化して形成
したものであることを特徴とする。
【００１８】
本発明に係る有機ＥＬディスプレイパネルは、透明基板上にアノード電極である透明電極
、有機ＥＬ膜及びカソード電極を順次積層した発光素子部と、前記透明基板上に透明電極
、有機ＥＬ膜、所望のカソード電極の電極パターンと反転関係のパターン形状の樹脂パタ
ーン層及びカソード電極を順次積層した非発光素子部とを備えた有機ＥＬディスプレイパ
ネルであって、前記カソード電極の電極パターンは、樹脂の収縮に伴って前記樹脂パター
ン上のカソード電極と前記有機ＥＬ膜上のカソード電極とを分離、絶縁化して形成したも
のであることを特徴とする。
【００１９】
【実施例】
以下本発明について実施例を示しながら詳細に説明するが、本発明はこれらの記載に限定
して解釈されない。
【００２０】
本発明に係る電極パターンの形成方法について、有機ＥＬディスプレイパネルの発光素子
の製造に適用した場合を例に挙げて説明する。有機ＥＬディスプレイパネルは、少なくと
も透明基板上にアノード電極である透明電極、有機ＥＬ膜及びカソード電極を順次積層し
た発光素子部を備えている。
【００２１】
（第１の実施形態）
第１の実施形態における電極パターンは、透明電極成膜工程、樹脂パターニング工程、有
機ＥＬ膜成膜工程、カソード電極成膜工程、カソード電極パターニング工程を経て形成す
る。
【００２２】
（透明電極成膜工程）
まず図１に示すように、透明基板１上に透明電極２を成膜する。透明基板１として板ガラ
ス等のガラス基板を用いる。板ガラスとしては、アルカリ成分の溶出が少ない無アルカリ
ガラスが望ましいが、成膜面にアルカリ溶出バリア膜（ＳｉＯ2膜等）を成膜することに
よって安価な低アルカリガラス板あるいはソーダライムガラス板を用いることもできる。
水分の影響を除去するために適宜ベーキングを行なうことが好ましい。透明電極２として
はＩＴＯ（酸化スズインジウム）膜、In2O3(ZnO)ｘ（ｘ＞０）等の導電性酸化セラミック
膜等の無色導電性薄膜が例示できる。成膜方法としては電子ビーム蒸着、スパッタリング
等のＰＶＤ（物理的気相成長）法、イオンプレーティング法、ＣＶＤ（化学的気相成長）
法、デッピング法、噴霧法等を例示できる。透明電極２の膜厚は約５０～３００ｎｍとす
ることが好ましい。
【００２３】
成膜した透明電極２を必要に応じて、フォトリソグラフィ法によるウェットエッチングに
より所望の形状にパターニングしてもよい。
【００２４】
（樹脂パターニング工程）
図２に示すように、透明電極２上に所望のカソード電極の電極パターンと反転関係のパタ
ーン形状の樹脂パターン３を形成する。ここでの樹脂は、非接触で収縮させることができ
る樹脂を使用する。熱、光（特に紫外線）により収縮可能な樹脂が好ましい。さらに樹脂
パターニングを容易とするために樹脂は液状、流動性を有することが好ましく、溶媒中で
流動性を発揮させても良い。また、適度にフィラーを混合しても良い。
【００２５】
光で収縮する樹脂としては光硬化性樹脂が好ましく、有機ＥＬ膜に熱的ダメージを与える
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恐れがない。光硬化性樹脂は、少なくとも後述するカソード電極の分離、絶縁化が可能な
収縮率よりも大きいことが必要で、また基板との剥離を生じる程度の収縮率よりも小さい
ことが好ましく、その硬化時における収縮率が５％～２０％であることが好ましい。
【００２６】
光硬化性樹脂は、紫外線、近赤外線、赤外線、電子線等の活性光線の作用を受けて分子間
架橋により硬化して樹脂膜を形成することができるものであり、膜形成成分（樹脂、オリ
ゴマー又は化合物）を、必要に応じて溶剤に溶解もしくは分散させて適用方法に適した粘
度に調整して用いることができる。なお、塗膜形成成分自体が液状の場合には、溶剤の使
用は省略できる。
【００２７】
光硬化性樹脂の塗膜形成成分としては、ビニル基、アリル基、アクリロイル基、メタクリ
ロイル基等のエチレン性不飽和結合やプロパルギル基などの感光性基を有する樹脂、例え
ば側鎖にエチレン性不飽和基を有するアクリル系共重合体、不飽和カルボン酸変性エポキ
シ樹脂あるいはそれにさらに多塩基酸無水物を付加した樹脂など、従来公知の各種感光性
樹脂（感光性プレポリマー）を用いることができる。また、紫外線硬化型インキ、一般に
ＵＶインキと称される光重合性樹脂、光重合開始剤、光重合促進剤、及び助剤等を主成分
とするインキを用いることが好ましい。光重合性樹脂は、光重合性モノマーもしくはオリ
ゴマーからなる。光重合性モノマーは殆どが液状であり、有機溶剤を必要としないという
利点が得られる。
【００２８】
上記光重合性モノマーの代表的なものとしては、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２
－ヒドロキシプロピルアクリレート、Ｎ－ビニルピロリドン、アクリロイルモルフォリン
、メトキシテトラエチレングリコールアクリレート、メトキシポリエチレングリコールア
クリレート、ポリエチレグリコールジアクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、
Ｎ－メチロ－ルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリルアミド、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリレート
、メラミンアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコー
ルジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、ジプロピレングリコールジア
クリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジア
クリレート、フェノキシエチルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、シ
クロヘキシルアクリレート、グリセリンジグリシジルエーテルジアクリレート、グリセリ
ントリグリシジルエーテルトリアクリレート、イソボルネオリルアクリレート、シクロペ
ンタジエン モノ－あるいはジ－アクリレート、ヘキサンジオール、トリメチロールプロ
パン、ペンタエリスリトール、ジトリメチロールプロパン、ジペンタエリスリトール、ト
リス－ヒドロキシエチルイソシアヌレート等の多価アルコール又はこれらのエチレンオキ
サイドもしくはプロピレンオキサイド付加物の多価アクリレート類、及び上記アクリレー
トに対応する各メタクリレート類、多塩基酸とヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート
とのモノ－、ジ－、トリ－又はそれ以上のポリエステルなどがある。
【００２９】
光重合開始剤もしくは増感剤としては、例えば、アセトフェノン、２，２－ジエトキシ－
２－フェニルアセトフェノン、ｐ－ジメチルアミノプロピオフェノン、ジクロロアセトフ
ェノン、トリクロロアセトフェノン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルトリクロロアセトフェノン、
２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノ－プロパン－１－
オン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタノ
ン－１等のアセトフェノン類、ベンゾフェノン、２－クロロベンゾフェノン、ｐ，ｐ－ジ
クロロベンゾフェノン、ｐ，ｐ－ビスジメチルアミノベンゾフェノン、ｐ，ｐ－ビスジエ
チルアミノベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４′－メチルジフェニルサルファイド等の
ベンゾフェノン類、ベンジル、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチ
ルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル等のベン
ゾインエーテル類、ベンジルジメチルケタール等のケタール類、チオキサントン、２－ク
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ロロチオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン等のチオキサントン類、２－エチ
ルアントラキノン、２，３－ジフェニルアントラキノン等のアントラキノン類、ベンゾイ
ルパーオキシド、クメンパーオキシド等の有機過酸化物、２，４，５－トリアリールイミ
ダゾール二量体、リボフラビンテトラブチレート、２－メルカプトベンゾイミダゾール、
２－メルカプトベンゾオキサゾール、２－メルカプトベンゾチアゾール等のチオール化合
物、２，４，６－トリス－ｓ－トリアジン、２，２，２－トリブロモエタノール、トリブ
ロモメチルフェニルスルホン等の有機ハロゲン化合物、２，４，６－トリメチルベンゾイ
ルジフェニルホスフィンオキサイド等が挙げられる。これらの化合物は、単独で用いるこ
ともでき、また２種以上を組み合わせて使用することもできる。このような光重合開始剤
の配合量は、前記感光性有機成分（感光性プレポリマー又は光重合性モノマー）１００重
量部当り０．１～３０重量部が適当である。
【００３０】
熱で収縮する樹脂としては、乾燥又は硬化によって樹脂膜を形成できる熱分解性樹脂が好
ましい。ただし、有機ＥＬ膜に熱的ダメージを与えない程度の温度、１２０℃程度以下で
硬化、収縮する樹脂であることが好ましい。このとき有機ＥＬ膜の耐熱性が低い場合には
より低温で硬化、収縮する樹脂を選択する。光硬化性樹脂と同様に熱分解性樹脂は、少な
くとも後述するカソード電極の分離、絶縁化が可能な収縮率よりも大きいことが必要で、
また基板との剥離を生じる程度の収縮率よりも小さいことが好ましく、その硬化時におけ
る収縮率が５％～２０％であることが好ましい。
【００３１】
乾燥によって樹脂膜を形成できる熱分解性樹脂とは、乾燥によって溶剤を除去することに
より塗膜を形成できる樹脂組成物を意味する。また、硬化によって樹脂膜を形成できる熱
分解性樹脂とは、熱又は触媒の作用を受けて分子間架橋により硬化して樹脂膜を形成する
組成物を意味する。
【００３２】
熱分解性樹脂として、アクリル系ポリオール、ポリビニルアルコール、ポリビニルアセタ
ール、スチレン－アリルアルコール樹脂、フェノール樹脂等のオレフィン系水酸基含有ポ
リマー、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロール等のセルロ
ール誘導体や、エチレン－酢酸ビニル共重合体、アルキド樹脂、アルキドフェノール樹脂
、ブチラール樹脂、エポキシ樹脂、変性エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂
、ポリエステル樹脂など各種樹脂を１種以上用いることができる。また過酸化物や酸触媒
などの硬化触媒を併用することができる。また、樹脂組成物には必要に応じて有機顔料、
可塑剤、消泡剤、レベリング剤、ブロッキング防止剤、シランカップリング剤などの各種
添加剤も配合できる。
【００３３】
本発明の熱分解性樹脂組成物においては、塗膜形成成分を溶解し、あるいは粘度を調整す
るために、各種有機溶剤、例えばメチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、
トルエン、キシレン、テトラメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジエチレングリコー
ルモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールジエチルエーテル等のグリコールエーテ
ル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、ブチルセロソルブアセテート、カルビトールアセテート
等のエステル類、オクタン、デカン等の脂肪族炭化水素、石油エーテル、石油ナフサ、ソ
ルベントナフサ等の石油系溶剤等を用いることができる。
【００３４】
１０～５０μｍ以下のファインパターンを形成する場合には、光硬化性樹脂を用い、フォ
トリソグラフィ法により樹脂パターンを形成しても良い。
【００３５】
本発明においては、樹脂の収縮によりカソード電極の分離、絶縁化を行なう際に、樹脂パ
ターン３の周縁の輪郭部分においてバリを生じることなく明瞭に分離させるために図２に
示すように樹脂の接触角が９０°に近づけることが好ましい。当該輪郭部分でカソード電
極の膜厚が他の箇所よりも小さくなるからである。
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【００３６】
樹脂パターン３は、上記に挙げた光硬化型樹脂等の樹脂を印刷又は塗布することによって
形成したものであることが好ましい。特に紫外線硬化型インキは印刷適正に優れる。樹脂
を印刷することにより、メタルマスクのように使用につれて劣化することがないので、製
品間のバラツキを抑制することができ、微細印刷も可能である。また、噴霧による塗布を
行なうことで同様にバラツキ抑制、微細な樹脂パターンの形成が可能である。
【００３７】
なお、樹脂パターン３の形状を所望のカソード電極の電極パターンと反転関係のパターン
形状とする理由は後述する。
【００３８】
（有機ＥＬ膜成膜工程）
図３に示すように、樹脂パターン３を形成した側の基板１上の全面に有機ＥＬ膜４を成膜
する。有機ＥＬ薄膜４としては、常法に従った蒸着法でホール輸送層、発光層、電子輸送
層を順次堆積したが、単層型又は二層型の有機ＥＬ薄膜も形成可能なことは勿論である。
各層は少なくとも２０ｎｍの膜厚を有することが好ましい。
【００３９】
（カソード電極成膜工程）
図４に示すように、有機ＥＬ膜４上の全面にカソード電極５を成膜する。電極材料として
はＡｌやＬｉＡｌ合金、ＡｇＭｇ合金等の材料が好ましい。カソード電極５の膜厚は１０
０～２００ｎｍが好ましい。
【００４０】
（カソード電極パターニング工程）
光硬化樹脂を用いた場合では図５に示すように、透明基板１の未成膜側から紫外線を照射
し、樹脂パターン３を硬化させる。また、熱分解性樹脂を用いた場合では赤外線等により
樹脂に熱を伝達させる。このとき、有機ＥＬ膜４を紫外線により劣化させない程度の照射
強度とし、若しくは熱により劣化させない程度の加熱とすることが重要である。以上によ
り樹脂パターン３を収縮させて、樹脂パターン３上のカソード電極５ａと樹脂パターン３
上にないカソード電極５ｂとを分離、絶縁化して所望のカソード電極の電極パターンを形
成する。樹脂パターン３の収縮に伴い、隙間１４が生じる。ここで、カソード電極５ｂが
所望のカソード電極の電極パターンに相当する。
【００４１】
樹脂パターニング工程において、樹脂パターン３の形状を所望のカソード電極の電極パタ
ーンと反転関係のパターン形状としたのは次の理由による。紫外線照射前の基板１０の平
面概略図の一例を図６に示す。図６には、カソード電極の下層に樹脂パターンが形成され
た部分１２と形成されていない部分１１が表されている。次に紫外線照射後の基板１０の
平面外略図を図７に示す。図７では、図６の樹脂パターンが形成された部分１２の周縁部
に、紫外線照射により樹脂が収縮して隙間１４が形成される。その結果、樹脂パターンが
形成された部分上の電極１５と樹脂パターンが形成されていない部分上の電極１６の分離
、絶縁化が行なわれる。図６と図７との関係が示すように、所望のカソード電極の電極パ
ターンと反転関係のパターン形状の樹脂パターンを形成することで、結果として樹脂パタ
ーンを形成していない部分上の電極１６に係る発光素子部が発光することとなる。樹脂パ
ターンが形成された部分上の電極１５に係る非発光素子部は、樹脂パターンが挟装されて
いるために有機ＥＬ膜に閾値以上の電圧をかけることができず、発光しないこととなる。
樹脂の収縮により電極の分離、絶縁化をすることで、発光素子部と非発光素子部は回路的
に明確に区別される。
【００４２】
以上の工程を終えた後に空気中の酸素、水分による有機ＥＬ膜の劣化を防止するために窒
素ガス等の不活性ガス中で封止を行なう(不図示)。なお、封止工程は、樹脂パターニング
工程の前に行なうこともできるが、樹脂パターニング工程では樹脂の硬化収縮の際にガス
が発生することから、樹脂パターニング工程後に行なうことが好ましい。
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【００４３】
（第２の実施形態）
第２の実施形態における電極パターンは、図１に示す透明電極成膜工程を行った後、図８
に示す有機ＥＬ膜成膜工程、図９に示す樹脂パターニング工程、図１０に示すカソード電
極成膜工程、図１１に示すカソード電極パターニング工程を順次行なうことで形成する。
第１の実施形態との差異は、樹脂パターン３を挟装する位置関係のみで、樹脂パターン３
を収縮させてカソード電極を分離、絶縁化させる原理は同一である。
【００４４】
第１の実施形態による電極パターンの形成により、図５に示すように透明基板１上にアノ
ード電極である透明電極２、有機ＥＬ膜４及びカソード電極５ｂを順次積層した発光素子
部と、透明基板１上に透明電極２、所望のカソード電極の電極パターンと反転関係のパタ
ーン形状の樹脂パターン３層、有機ＥＬ膜４及びカソード電極５ａを順次積層した非発光
素子部とを備えた有機ＥＬディスプレイパネルであって、カソード電極の電極パターンは
、樹脂の収縮に伴って樹脂パターン上のカソード電極５ａと樹脂パターン上にないカソー
ド電極５ｂとを分離、絶縁化して形成したものであることを特徴とする有機ＥＬディスプ
レイパネルを製造することができる。
【００４５】
また、第２の実施形態による電極パターンの形成により、図１１に示すように、透明基板
１上にアノード電極である透明電極２、有機ＥＬ膜４及びカソード電極５ｂを順次積層し
た発光素子部と、透明基板１上に透明電極２、有機ＥＬ膜４、所望のカソード電極の電極
パターンと反転関係のパターン形状の樹脂パターン層３及びカソード電極５ｂを順次積層
した非発光素子部とを備えた有機ＥＬディスプレイパネルであって、カソード電極の電極
パターンは、樹脂の収縮に伴って樹脂パターン３上のカソード電極５ａと有機ＥＬ膜４上
のカソード電極５ｂとを分離、絶縁化して形成したものであることを特徴とする有機ＥＬ
ディスプレイパネルを製造することができる。
【００４６】
これらの有機ＥＬディスプレイパネルは、樹脂パターンを形成した部分のみカソード電極
としての機能を消失させたので、微細で安定性に優れる。
【００４７】
第１の実施形態及び第２の実施形態では有機ＥＬディスプレイパネルを製造する場合にお
いて、カソード電極を形成する方法を例に挙げて説明したが、本発明では、これらの用途
に限定されず、半導体等の回路基板の電極を形成する際に広く適用しても良い。この場合
、基板表面上に所望の電極パターンと反転関係のパターン形状の樹脂パターンを形成する
樹脂パターニング工程と、樹脂パターンを形成した側の基板上の全面に電極を成膜する電
極成膜工程と、樹脂を収縮させることにより樹脂パターン上の電極と樹脂パターン上にな
い電極とを分離、絶縁化して所望の電極パターンを形成する電極パターニング工程を順次
行なうことで、電極パターンを形成することとなる。この場合、基板として透明基板を用
いるか或いは不透明基板を用いるか、並びに電極として透明電極を用いるか或いは不透明
電極を用いるかについては、未成膜側の基板から発光した光を取り出すか否かによって適
宜決める。
【００４８】
【発明の効果】
本発明は、従来の電極パターン形成方法とは異なる方法により、有機ＥＬ素子、半導体素
子等の基板回路上に形成する素子について、高精度なメタルマスクの使用や複雑なフォト
リソグラフィを行なうことなく、樹脂の収縮に基づく電極パターニングにより細線状のメ
タルマスクを使用する場合よりも安定にしかも簡易に電極パターンの分離を行なうことが
できた。
【００４９】
また本発明により、熱、湿気等の外的要因で非常にデリケートに劣化する有機ＥＬ膜を劣
化させずに有機ＥＬディスプレイパネルのカソード電極の電極パターンを安定、且つ簡易
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に形成することができた。
【００５０】
さらに本発明では、熱、光等の非接触手段により素子を劣化させずに簡便に電極部分と電
極として不要な部分とを分離することができる。また、メタルマスクの場合のように使用
を重ねるにつれて電極パターンの精度が低下するようなことがない。これにより製造バッ
チ毎のバラツキもなく、しかも樹脂パターンを形成することは簡便である。
【００５１】
本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、樹脂パターンを形成した部分のみカソード電極
としての機能を消失させたので、微細で安定性の高い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明における透明電極成膜工程の一形態を示す概念図である。
【図２】本発明における樹脂パターニング工程の一形態を示す概念図である。
【図３】本発明における有機ＥＬ膜成膜工程の一形態を示す概念図である。
【図４】本発明におけるカソード電極成膜工程の一形態を示す概念図である。
【図５】本発明におけるカソード電極パターニング工程の一形態を示す概念図である。
【図６】紫外線照射前の基板の一形態を示す図であって、樹脂パターンを形成した部分と
それ以外の部分との関係を示す平面概略図である。
【図７】紫外線照射後の基板の一形態を示す図であって、樹脂パターンを形成した部分と
それ以外の部分との関係を示す平面概略図である。
【図８】本発明における有機ＥＬ膜成膜工程の第２の形態を示す概念図である。
【図９】本発明における樹脂パターニング工程の第２の形態を示す概念図である。
【図１０】本発明におけるカソード電極成膜工程の第２の形態を示す概念図である。
【図１１】本発明におけるカソード電極パターニング工程の第２の形態を示す概念図であ
る。
【図１２】従来の電極パターン形成方法を説明するための概念図である。
【符号の説明】
1,透明基板
2,透明電極
3,樹脂パターン
4,有機ＥＬ膜
5,カソード電極
5a,樹脂パターン上のカソード電極（非発光部となる）
5b,樹脂パターン上にないのカソード電極（発光部となる）
10基板
11, カソード電極の下層に樹脂パターンが形成されていない部分
12, カソード電極の下層に樹脂パターンが形成された部分
14,カソード電極を分離、絶縁化させるために形成した隙間
15, 樹脂パターンが形成された部分(樹脂の収縮部分)上の電極
16,樹脂パターンが形成されていない部分（所望の電極パターン）上の電極
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